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DESCRIPCION
Mddulo de fuente de luz
La presente divulgacion se refiere a un médulo de fuente de luz.

En general, las bombillas incandescentes o lamparas fluorescentes se utilizan frecuentemente como dispositivos de
iluminacion de interiores o exteriores. Sin embargo, la vida util de las bombillas incandescentes o las lamparas
fluorescentes es corto, y por lo tanto, es necesario remplazar frecuentemente las bombillas incandescentes o las
lamparas fluorescentes con nuevas. Las lamparas fluorescentes se pueden utilizar durante un largo periodo de
tiempo en comparacién con las bombillas incandescentes. Sin embargo, las lamparas fluorescentes son perjudiciales
para el medioambiente. Ademas, las lamparas fluorescentes se deterioran con el tiempo, y por lo tanto, la intensidad
de iluminacién de las lamparas fluorescentes se reduce gradualmente.

Para resolver estos problemas, se ha propuesto un diodo emisor de luz (LED) capaz de mostrar una excelente
controlabilidad, velocidad de respuesta rapida, alta eficiencia de conversion eléctrica/luz, larga vida util, bajo
consumo de energia, alta luminancia, e iluminacién emocional. También, se han desarrollado diversos tipos de
moédulos de iluminacion y dispositivos de iluminacion empleando el LED.

El LED es un tipo de dispositivo semiconductor que convierte la energia eléctrica en luz. El LED tiene ventajas de
bajo consumo de energia, vida atil semipermanente, velocidad de respuesta rapida, seguridad, y propiedades
respetuosas con el medio ambiente en comparacion con las fuentes de luz existentes tales como lamparas
fluorescentes y bombillas incandescentes. Por estas razones, se han realizado muchas investigaciones para
reemplazar las fuentes de luz existentes con el LED. Ademas, el LED se ha utilizado cada vez mas como fuentes de
luz de dispositivos de iluminacidn, tal como diversas pantallas de cristal liquido, tablones de anuncios eléctricos, y
farolas, que se utilizan en interiores y exteriores.

Un dispositivo emisor de luz (en adelante, el dispositivo emisor de luz se denomina principalmente como un LED,
pero la presente divulgacion no esta limitada al mismo) se utiliza en forma de una pluralidad de dispositivos emisores
de luz que se integran para implementar alta luminancia. Por tanto, el dispositivo emisor de luz se fabrica en forma
de un moédulo de fuente de luz para mejorar la facilidad del montaje y proteger al dispositivo emisor de luz de
impactos y humedad externos. En el médulo de fuente de luz, se integran una pluralidad de dispositivos emisores de
luz con alta densidad, y por tanto se puede lograr mayor luminancia. Sin embargo, se genera calor de alta
temperatura como efecto colateral. Por consiguiente, se han realizado muchas investigaciones para disipar
eficazmente calor del médulo de emision de luz.

Bajos las circunstancias, el documento KR 10-1472403 B presentado y registrado por el presente solicitante ha
descrito un médulo de fuente de luz como una técnica anterior para resolver el problema de disipacion de calor.

El modulo de fuente de luz segun la técnica anterior se fabrica acoplando, a un disipador de calor, una placa de
circuito impreso con una pluralidad de dispositivos emisores de luz montados en la misma. Sin embargo, tal método
de fabricacién requiere una pluralidad de procesos. Por esta razén, aumenta el tiempo de fabricacion, y se requiere
mucho coste. Para mejorar la eficiencia de la disipacién de calor, se inserta adicionalmente una almohadilla térmica
entre la placa de circuito impreso y el disipador de calor. Sin embargo, la propiedad de transferencia de calor de la
placa de circuito impreso no es excelente, y por tanto el calor no se transfiere eficazmente al disipador de calor.
Como resultado, el problema de disipacién de calor, que ocurre en médulos de fuente de luz de alta luminancia, no
se resuelve. Ademas, es necesario insertar separadamente la almohadilla térmica, y por tanto se requieren ademas
coste y tiempo.

El documento 2011/291149 Al se refiere a un dispositivo emisor de luz que incluye un chip emisor de luz, un
terminal externo hecho de un material metalico, y una placa de circuito. El chip emisor de luz se monta en la placa de
circuito a través del terminal externo. El chip emisor de luz incluye una capa de semiconductor, un primer electrodo,
un segundo electrodo, una capa aislante, primera y segunda capas de interconexion, primer y segundo pilares
metalicos y una capa de resina. La placa de circuito incluye un sustrato ceramico aislante que se proporciona en un
cuerpo metdlico, e interconexiones hechas de metal y soportadas por el sustrato ceramico.

El documento EP 2 365 550 A2 describe un paquete de diodo emisor de luz (LED) que incluye: un cuerpo, una
pluralidad de capas de electrodos, un diodo emisor de luz, y un miembro de moldeo. El cuerpo incluye una pluralidad
de hoyos. Las capas de electrodos incluyen primeras protuberancias dispuestas en los hoyos, y segundas
protuberancias que sobresalen en una direccidon opuesta a las primeras protuberancias. El diodo emisor de luz se
dispone en al menos una de la pluralidad de capas de electrodos. El miembro de moldeo se dispone en el diodo
emisor de luz.

El documento EP 2 608 640 A2 se refiere a un paquete de montaje de elemento emisor de luz que incluye una
porcion de montaje del elemento emisor de luz que incluye una pluralidad de porciones de cableado dispuestas
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interponiendo un espacio predeterminado entre las porciones de cableado enfrentadas, y una capa aislante en la
que se monta la porciéon de montaje del elemento emisor de luz, en donde una superficie superior de la porcién de
montaje del elemento emisor de luz se expone en la capa aislante, en donde se forman porciones recortadas en los
lados inferiores de los bordes laterales de las porciones de cableado y entran en contacto con la capa aislante.

Es importante permitir que los dispositivos de iluminaciéon emitan luz mas brillante. Sin embargo, a medida que los
moddulos de fuente de luz emiten luz mas brillante, se genera una mayor cantidad de calor. Si el calor no se disipa, la
vida util de los dispositivos de iluminacién se acorta.

Es un objetivo de la presente invencién proporcionar un moédulo de fuente de luz, un método de fabricacién del
mismo, y un dispositivo de iluminacion, que puedan lograr procesos de fabricacion rapidos y coste de fabricacion
econdémico resolviendo los problemas descritos anteriormente.

Un objetivo adicional es proporcionar un modulo de fuente de luz, un método de fabricacién del mismo, y un
dispositivo de iluminacion, que puedan resolver el problema de disipacion de calor mientras logran alta luminancia.

Un objetivo adicional es proporcionar un médulo de fuente de luz, un método de fabricacién del mismo, y un
dispositivo de iluminacién, que puedan resolver el problema del rendimiento del producto, que puede ocurrir debido a
un cortocircuito, desconexion, separacion de las partes componentes, etc.

Un objetivo adicional es proporcionar un mddulo de fuente de luz, un método de fabricaciéon para ello, y un
dispositivo de iluminacién, que se puedan implementar adeudados para la produccién en masa. Estos objetivos se
logran mediante un modulo de fuente de luz como se define en las reivindicaciones adjuntas.

En las realizaciones segun la invencion, un médulo de fuente de luz incluye: al menos una fuente de luz que emite
luz; y un disipador de calor que absorbe calor de la fuente de luz y disipa el calor al exterior; una parte de montaje
proporcionada en una estructura cuadrangular en la porcién superior del disipador de calor de tal manera que la
fuente de luz se monta en la misma; una aleta de disipacion de calor proporcionada bajo el disipador de calor para
absorber el calor generado por la parte de montaje y disipar el calor al exterior; una capa aislante con propiedades
de aislamiento eléctricas, estando proporcionada la capa aislante en al menos una superficie del disipador de calor;
una capa eléctricamente conductora proporcionada en la capa aislante, proporcionando la capa eléctricamente
conductora un camino a través del que se aplica corriente eléctrica a la fuente de luz; una cubierta de lente
proporcionada sobre la fuente de luz; y, de acuerdo con la invencidn, la capa aislante se hace de un material de
resina, y la capa eléctricamente conductora se proporciona procesando una porcién de la capa aislante utilizando
laser para ser formada como una ranura y disponiendo un metal conductor en la ranura. Por consiguiente, solo se
proporciona la capa eléctricamente conductora, de modo que es posible realizar un proceso de fabricacion rapido y
reducir el coste de metal precioso, lo que es econémicamente ventajoso.

El médulo de fuente de luz puede incluir: al menos dos cuerpos de unidad conductora proporcionados separando la
capa eléctricamente conductora entre si; y un circuito eléctrico cerrado proporcionado en la parte de montaje a
medida que los cuerpos de unidad conductora y la fuente de luz se conectan entre si. Por consiguiente, el cuerpo de
unidad conductora es estructuralizado, proporcionando asi una estructura de conexion eléctrica estable.

La fuente de luz puede incluir: un cuerpo principal de fuente de luz; y dos almohadillas de electrodos proporcionadas
en la parte inferior del cuerpo principal de fuente de luz para ser conectadas a la capa eléctricamente conductora.
Por consiguiente, es posible mejorar la fiabilidad de la conexién eléctrica entre la fuente de luz y la capa conductora.

El médulo de fuente de luz puede incluir: una ranura de montaje proporcionada en forma de una curva cerrada tanto
en el interior como en el exterior de la capa eléctricamente conductora en la parte de montaje; una nervadura
proporcionada en una porcion inferior de la cubierta de lente para corresponderse a la ranura de montaje; y un
sellador insertado en una interfaz entre la ranura de montaje y la nervadura. Por consiguiente, es posible mejorar la
impermeabilidad de un area en la que fluye la corriente eléctrica.

Segun la presente divulgacion, la capa conductora incluye una capa eléctricamente conductora que aplica corriente
eléctrica a la fuente de luz y una capa conductora de disipacién de calor que difunde calor, de modo que el
rendimiento de disipacion de calor se puede mejorar incluso cuando se proporciona la capa aislante.

Segun la presente divulgacion, todas las capas conductoras de disipacion de calor se proporcionan como un (nico
cuerpo, de modo que la difusién de calor se puede realizar mas eficazmente.

Segun la presente divulgacion, se proporciona una parte de cuello en una porcién en la que la capa conductora y la
fuente de luz se conectan entre si, de modo que es posible evitar un defecto del producto causado por la unién de la
fuente de luz. También, es posible mejorar el rendimiento de los productos en la produccién en masa.
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Segun la presente divulgacion, se proporcionan islas formadas integralmente con la capa aislante en una regién
interna de la capa conductora, de modo que es posible evitar la separacion entre la capa conductora y la capa
aislante debido al uso de productos. También, es posible mejorar la fiabilidad de los productos.

Segun la presente divulgacion, se aplica una fina capa aislante hecha de un material de resina sobre al menos una
superficie del disipador de calor, se proporciona una cara de junta metdlica en la capa aislante, y se proporcionan al
menos dos capas conductoras separadas entre si en la cara de junta metalica, realizando asi un proceso de
fabricacion rapido. También, es posible evitar la difusion de calor insuficiente.

Es decir, segun la presente divulgacion, es posible obtener efectos tales como procesos de fabricacion rapidos,
coste de fabricaciébn econémico, facilitacion de produccién en masa, mejora del rendimiento del producto, y
prevencion de la disipacion de calor. Ademas, es posible obtener diversos efectos que se pueden entender a través
de las configuraciones descritas en las realizaciones.

Los detalles de una o mas realizaciones se exponen en los dibujos adjuntos y la descripciéon a continuacién. Otras
caracteristicas resultaran evidentes a partir de la descripcién y los dibujos, y de las reivindicaciones.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
La Figura 1 es una vista en perspectiva de un médulo de fuente de luz segin una realizacién.
La Figura 2 es una vista en perspectiva despiezada del médulo de fuente de luz.
La Figura 3 es una vista frontal del médulo de fuente de luz.
La Figura 4 es una vista lateral del médulo de fuente de luz.
La Figura 5 es una vista inferior del médulo de fuente de luz.
La Figura 6 es una vista en seccion tomada a lo largo de la linea A-A’ de la Figura 1.
La Figura 7 es una vista ampliada de una porcién en la que se coloca una fuente de luz en la Figura 6.
Las Figuras 8 a 12 son vistas que ilustran secuencialmente un método de fabricacion del médulo de fuente de
luz.
La Figura 13 es una vista en planta del médulo de fuente de luz.
La Figura 14 es una vista ampliada de una porcién en la que se coloca la fuente de luz en la Figura 13.
La Figura 15 es una vista en seccién tomada a lo largo de la linea B-B’ de la Figura 14.
La Figura 16 es una vista en perspectiva de un dispositivo de iluminacion que incluye médulos de fuente de
luz seguin una realizacion.
La Figura 17 es una vista en planta de un disipador de calor segun otra realizacion.
La Figura 18 es una vista en perspectiva de una fuente de luz.
La Figura 19 es una vista en seccion tomada a lo largo de la linea D-D’ de la Figura 21.
La Figura 20 es una vista en perspectiva de un médulo de fuente de luz segun la otra realizacion.
La Figura 21 es una vista en perspectiva despiezada de una cubierta de lente y el disipador de calor segun la
otra realizacion.
La Figura 22 es una vista en seccién tomada a lo largo de la linea C-C’ de la Figura 20.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS REALIZACIONES

En adelante, se describiran en detalle las realizaciones ejemplares con referencia a los dibujos adjuntos. El objetivo
técnico de las realizaciones no esta limitado al problema técnico anteriormente mencionado, y los problemas
técnicos no mencionados anteriormente pueden ser entendidos claramente por un experto en la técnica mediante la
divulgacion a continuacion.

La Figura 1 es una vista en perspectiva de un modulo de fuente de luz segin una realizacion. La Figura 2 es una
vista en perspectiva despiezada del modulo de fuente de luz.

Haciendo referencia a las Figuras 1y 2, el médulo 100 de fuente de luz segun la realizacion incluye al menos una
fuente 11 de luz que genera luz y un cuerpo que soporta la fuente 11 de luz.

La fuente 11 de luz puede incluir todos los medios que generan luz al ser suministrados con energia eléctrica. Por
ejemplo, la fuente 11 de luz puede incluir una fuente de luz en forma de una fuente de luz puntual. Especificamente,
la fuente 11 de luz puede incluir cualquiera de un diodo emisor de luz y un diodo laser. En la fuente 11 de luz, se
puede disponer una pluralidad de fuentes de luz puntuales que emiten luz de diferentes colores adyacentes entre si
de tal manera que los colores se mezclan entre si, emitiendo asi luz blanca o de otro color.

El cuerpo se proporciona como una parte que permite que la fuente 11 de luz realice una accion eléctrica fisica, de
modo que la fuente 11 de luz se puede operar de manera estable. El cuerpo permite que el calor generado por la
fuente 11 de luz se disipe eficazmente. El cuerpo se conecta eléctricamente a la fuente 11 de luz para suministrar
energia a la fuente 11 de luz.

El cuerpo incluye un disipador 120 de calor. La fuente 11 de luz se puede sujetar al disipador 120 de calor por medio
de otro miembro, o se puede sujetar directamente al disipador 120 de calor. Preferiblemente, la fuente 11 de luz se
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puede sujetar al disipador 120 de calor para el propésito de acoplamiento fisico tal como el soporte del peso de la
misma. Sin embargo, para aislar entre la fuente 11 de luz y el disipador 120 de calor, la fuente 11 de luz se puede
sujetar al disipador 120 de calor con una capa aislante predeterminada interpuesta entre ellos.

Se proporciona una parte 121 de montaje en la que se monta la fuente 11 de luz en una superficie del disipador 120
de calor. La parte 121 de montaje permite que el calor generado por la fuente 11 de luz se absorba rapidamente en
el disipador 120 de calor. Cuando se conecta una aleta 130 de disipacion de calor a la otra superficie del disipador
120 de calor, el disipador 120 de calor puede transferir, a la aleta 130 de disipacion de calor, el calor generado por la
fuente 11 de luz y el calor generado por la luz emitida desde la fuente 11 de luz. Resultara evidente que la aleta 130
de disipacién de calor puede disipar calor rapidamente al exterior. También, el disipador 120 de calor puede disipar
calor rapidamente al exterior.

El disipador 120 de calor se puede formar de un material de metal o resina con excelentes eficiencias de radiacion
térmica y transferencia de calor, pero la presente divulgacion no esta limitada a ello. Como ejemplo, el disipador 120
de calor puede ser una aleacién hecha de uno o dos o mas seleccionados del grupo que consiste en aluminio (Al),
oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu), niquel (Ni), estafio (Sn), zinc (Zn), tungsteno (W), y hierro (Fe). Como otro ejemplo,
el disipador 120 de calor se puede formar de al menos uno seleccionado del grupo que consiste en un material de
resina tal como poliftalamida (PPA), silicio (Si), nitruro de aluminio (AIN), vidrio fotosensible (PSG), poliamida9T
(PA9T), poliestireno sindiotactico (SPS), un material metalico, zafiro (Al203), éxido de berilio (BeO), y ceramica. El
disipador 120 de calor se puede formar a través de moldeo por inyeccion, grabado, etc., pero la presente divulgacion
no esta limitada a ello.

El disipador 120 de calor tiene forma de placa, y se puede proporcionar con una forma plana cuadrangular.
Especificamente, la parte 121 de montaje se puede formar por la depresiéon de una superficie (p.gj., una superficie
superior) del disipador 120 de calor. Se puede montar una cubierta 142 de lente en la parte 121 de montaje. La parte
121 de montaje se puede proporcionar con una estructura impermeable con el exterior por la cubierta 142 de lente.
La fuente 11 de luz se puede impermeabilizar contra el entorno externo por acoplamiento entre la parte 121 de
montaje y la cubierta 142 de lente.

Se puede formar un orificio 126 de sujecion en un borde del disipador 120 de calor. Cuando el médulo 100 de fuente
de luz se acopla a un dispositivo de iluminacién, un miembro de sujecion pasa a través del orificio 126 de sujecion.

El cuerpo incluye la aleta 130 de disipacion de calor para mejorar la eficiencia de disipacion de calor del disipador
120 de calor. La aleta 130 de disipacion de calor puede tener una forma en la que se maximiza el area de la aleta
130 de disipacion de calor en contacto con el aire. La aleta 130 de disipacién de calor se transfiere con calor del
disipador 120 de calor para ser intercambiado con el aire exterior. Especificamente, la aleta 130 de disipacion de
calor se puede proporcionar en forma de una pluralidad de placas que se extienden méas hacia abajo desde la otra
superficie (superficie inferior) del disipador 120 de calor. Mas especificamente, la aleta 130 de disipacion de calor se
puede disponer en pluralidad con un paso predeterminado. Ademas, la anchura de la aleta 130 de disipacion de
calor se puede formar en una region igual o similar a la anchura del disipador 120 de calor de tal manera que la aleta
130 de disipacién de calor se puede transferir eficazmente con el calor del disipador 120 de calor. La aleta 130 de
disipacion de calor se puede formar con el disipador 120 de calor como un Unico cuerpo, o se puede fabricar como
una parte componente separada. La aleta 130 de disipacién de calor puede incluir un material con excelente
eficiencia de transferencia de calor, p.gj., al menos uno seleccionado del grupo que consiste en aluminio (Al), niquel
(Ni), cobre (Cu), plata (Ag), y estafio (Sn). Preferiblemente, la aleta 130 de disipacion de calor se puede formar
integralmente con el disipador 120 de calor utilizando el mismo material.

La Figura 3 es una vista frontal del médulo de fuente de luz. La Figura 4 es una vista lateral del médulo de fuente de
luz.

Haciendo referencia a las Figuras 3 y 4, la aleta 130 de disipacién de calor se puede disponer a lo largo en la
direccién de la anchura (la direccion de un borde corto) del disipador 120 de calor. También, la aleta 130 de
disipacién de calor se puede disponer en pluralidad con un paso predeterminado en la direccién longitudinal (la
longitud de un borde largo) del disipador 120 de calor. Una porcién 131 central de la aleta 130 de disipacion de calor
se puede deprimir mas hacia el disipador 120 de calor que ambas porciones 133 de extremo de la aleta 130 de
disipacién de calor. Las fuentes 11 de luz se pueden posicionar para superponerse respectivamente a ambas
porciones 133 de extremo en la direccion vertical. Ambas porciones 133 de extremo de la aleta 130 de disipacion de
calor se pueden formar mas altas que la porcion 131 central de la aleta 130 de disipacion de calor. Por consiguiente,
una porcién a la que se transfiere calor de una alta temperatura entre varias porciones de la aleta 130 de disipacion
de calor puede entrar en contacto con una cantidad mayor de aire, mejorando asi la eficiencia de disipacién de calor.
Ademas, la porcion 131 central de la aleta 130 de disipacion de calor permite ahorrar costes de fabricacion.

El orificio 122 de aire (véase la Figura 2) se puede formar en el disipador 120 de calor. El orificio 122 de aire se
puede formar para pasar verticalmente a través del disipador 120 de calor. Especificamente, el orificio 122 de aire se
puede formar para pasar a través del disipador 120 de calor hacia la aleta 130 de disipacion de cabeza desde la
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parte 121 de montaje. Segun la configuracién descrita anteriormente, se puede proporcionar un espacio en el que el
aire fluye. El orificio 122 de aire se puede formar a lo largo en la direccién longitudinal del disipador 120 de calor en
una porcion central del disipador 120 de calor. El orificio 122 de aire se puede comunicar con un orificio 143 de la
cubierta (véase las Figuras 1 y 2) formado en la cubierta 142 de lente mientras se superpone al orificio 143 de la
cubierta en la direccion vertical.

Las fuentes 11 de luz se pueden posicionar en la periferia del orificio 122 de aire. Especificamente, las fuentes 11 de
luz se pueden disponer adyacentes al orificio 122 de aire en la superficie del disipador 120 de calor, que forma la
periferia del orificio 122 de aire. Por lo tanto, el orificio 122 de aire puede ser calentado primero por el calor generado
por las fuentes 11 de luz. El orificio 122 de aire puede permitir que el aire circule por una diferencia de temperatura
entre el interior y el exterior del orificio 122 de aire. El aire que se hace circular puede acelerar el enfriamiento de la
aleta 130 de disipacion de calor y el disipador 120 de calor. Especificamente, el orificio 122 de aire se puede
posicionar para superponerse verticalmente a la porcion 131 central de la aleta 130 de disipacion de calor. Las
fuentes 11 de luz se pueden posicionar para superponerse respectivamente a ambas porciones de extremo de la
aleta 130 de disipacion de calor.

La Figura 5 es una vista inferior del modulo de fuente de luz.

Haciendo referencia a la Figura 5, el médulo 100 de fuente de luz puede incluir adicionalmente una parte 160 de
guia de aire que se extiende hacia abajo del disipador 120 de calor desde la circunferencia del orificio 122 de aire,
comunicandose la parte 160 de guia de aire con el orificio 122 de aire para guiar el aire. La parte 160 de guia de aire
se puede formar en forma de cilindro con espacio en el mismo. Es decir, la circunferencia de la parte 160 de guia de
aire se puede configurar para superponerse a la circunferencia del orificio 122 de aire. En otras palabras, la parte
160 de guia de aire se puede formar en forma de una chimenea que rodea el orificio 122 de aire. La seccién de la
parte 160 de guia de aire se puede formar en forma de un rectangulo aproximadamente. Ademas, cada esquina del
rectangulo puede ser curvada.

La parte 160 de guia de aire se puede hacer de un material con excelente eficiencia de transferencia de calor. Por
ejemplo, la parte 160 de guia de aire puede incluir al menos uno seleccionado del grupo que consiste en aluminio
(Al), niquel (Ni), cobre (Cu), plata (Ag), y estafio (Sn). También, la parte 160 de guia se puede formar de al menos
uno seleccionado del grupo que consiste en un material de resina tal como poliftalamida (PPA), silicio (Si), nitruro de
aluminio (AIN), vidrio fotosensible (PSG), poliamida9T (PA9T), poliestireno sindiotactico (SPS), un material metalico,
zafiro (Al203), oxido de berilio (BeO), y ceramica. La parte 160 de guia se puede formar integralmente con el
disipador 120 de calor y la aleta 130 de disipacion de calor a través del mismo proceso utilizando el mismo material.

La superficie exterior de la parte 160 de guia de aire se puede conectar a al menos porciones de una pluralidad de
aletas 130 de disipacion de calor. También, la superficie exterior de la parte 160 de guia de aire puede transferir, a la
parte 160 de guia de aire, el calor transferido desde la fuente 11 de luz al disipador 120 de calor y la aleta 130 de
disipacién de calor. La parte 160 de guia de aire puede acelerar adicionalmente el aire que fluye hacia el orificio 122
de aire. Ademas, se puede formar en el disipador 120 de calor un orificio de conector (véase 124 de la Figura 2) a
través del que pasa un conector 190 que suministra energia a la fuente 11 de luz.

La Figura 6 es una vista en seccion tomada a lo largo de la linea A’-A’ de la Figura 1. La Figura 6 es una vista en
seccion tomada a lo largo de una porcién en la que se colocan las fuentes 11 de luz, especificamente, una porcién
en la que se aplica energia a las fuentes 11 de luz.

Haciendo referencia a la Figura 6, una capa aislante 20, de acuerdo con la invencion, se forma en una superficie del
disipador 120 de calor. La capa aislante 20 se puede formar en toda la superficie del disipador 120 de calor. Sin
embargo, la presente divulgacién no esta limitada a ello, y la capa aislante 20 se puede formar en solo una porcion
de toda la superficie. Cuando la aleta 130 de disipacion de calor y la parte 160 de guia de aire se forma con el
disipador 120 de calor como un Unico cuerpo, la capa aislante 20 también se puede formar en superficies de la aleta
130 de disipacién de calor y la parte 160 de guia de aire. En este caso, la capa aislante 20 se puede formar en toda
la superficie de cada parte de componente, y se puede formar en solo una porcién de toda la superficie.

Segun una realizacion, el disipador 120 de calor, la aleta 130 de disipacion de calor, y la parte 160 de guia de aire se
pueden proporcionar juntas mediante una técnica de fundicion a presion, y se puede proporcionar luego la capa
aislante 20.

La capa aislante 20 se puede aplicar mediante una técnica de revestimiento en polvo. La técnica de revestimiento en
polvo puede ser cualquiera de una técnica de pulverizacién electrostatica, una técnica de cepillo electrostatico, y una
técnica de lecho fluidizado. Por lo tanto, la capa aislante 20 se puede denominar como una capa aislante revestida o
capa aislante aplicada. Por consiguiente, se puede realizar un proceso rapida y econémicamente, y se puede
mejorar el rendimiento de los productos. Segln esta técnica, la capa aislante 20 se puede proporcionar como una
pelicula delgada. Por tanto, se puede mejorar la eficiencia de calor disipado al disipador 120 de calor.
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La capa aislante 20 aisla entre el disipador 120 de calor y una capa conductora 40 que se describira mas adelante.
La capa conductora 40 tiene conductividad eléctrica y por tanto se puede conectar eléctricamente a la fuente 11 de
luz. La capa conductora 10 es un camino a través del que se aplica corriente eléctrica a la fuente 11 de luz.
También, la capa conductora 40 puede tener una funcién de difusion rapida del calor. Para este fin, la capa
conductora 40 se puede hacer de un material metalico. Por ejemplo, la capa conductora 40 se puede apilar en una
Unica capa o en multiples capas, incluyendo al menos una seleccionada del grupo que consiste en Ag, Au, Cu, y Ni.
Aqui, la oxidacion del Ag y Au se puede evitar incluso cuando el Ag y Au estan expuestos al exterior, y por tanto la
capa conductora 40 se puede utilizar como la capa mas externa. Esto se aplica igualmente a las realizaciones.

La fuente 11 de luz se puede proporcionar como un diodo emisor de luz vertical que incluye dos electrodos formados
hacia abajo. En la Figura 6, se ilustra que un electrodo se conecta a la fuente 11 de luz, y se puede suponer
facilmente que el otro electrodo se proporcione por debajo o por encima del suelo. Si el diodo emisor de luz vertical
se monta en la capa conductora 40, no se requiere unién por hilo separada.

La capa conductora 40 se proporciona en una parte 21 de depresién formada previamente en una posicion en la que
se ha de proporcionar la capa conductora 40. La parte 21 de depresion se puede formar grabando la capa aislante
20 a través de estructuracion directa por laser (LDS). La parte 21 de depresién se puede formar en una estructura en
la que al menos la superficie inferior en su region interna tiene una superficie rugosa que incluye un niucleo metalico.
Las partes 21 de depresion se pueden proporcionar para estar separadas entre si con respecto a las capas
conductoras 40 conectadas a la fuente 11 de luz. En otras palabras, un par de capas conductoras 40 para
proporcionar un par de electrodos se pueden colocar dentro de diferentes partes 12 de depresion, para evitar un
cortocircuito entre los electrodos conectados a la fuente 11 de luz.

La capa conductora 40 se proporciona en la parte 21 de depresion. La capa conductora 40 se puede formar
realizando repetidamente un proceso de revestimiento al menos dos veces. Segln una realizacion, en la capa
conductora 40, se pueden apilar secuencialmente Cu, Ni, y Au para proporcionar respectivamente una primera capa
41 de revestimiento, una segunda capa 42 de revestimiento, y una tercera capa 43 de revestimiento, que se
describirAn mas adelante.

El método para proporcionar la capa aislante 20, la parte 21 de depresion, y la capa conductora 40 se puede realizar
formando una pelicula conductora sobre la capa aislante a través de técnicas tales como pulverizacion catéddica y
revestimiento electrolitico/no electrolitico utilizando un material conductor tal como cobre y luego grabando la
pelicula conductora. En este caso, la parte 21 de depresién se puede proporcionar previamente en la capa aislante
20 para evitar un cortocircuito, etc. Sin embargo, la presente divulgacién no esta limitada a ello, y se puede realizar
la LDS. Esto se debe a que el coste de fabricacion es econdémico, un proceso se puede realizar de manera rapida y
precisa, y se puede lograr produccién en masa utilizando equipos de laser.

El médulo 100 de fuente de luz puede incluir adicionalmente una pluralidad de lentes 141 que protegen las fuentes
11 de luz y refractan la luz generada por las fuentes 11 de luz. La lente 141 puede difundir la luz generada por la
fuente 11 de luz. La lente 141 puede determinar el angulo de difusién de la luz generada por la fuente 11 de luz
segun su forma. Por ejemplo, la lente 141 se puede moldear en una forma concava alrededor de la fuente 11 de luz.
Especificamente, la lente 141 puede incluir un material que permite que la luz sea transmitida a través de la misma.
Por ejemplo, la lente 141 se puede formar de silicona transparente, epoxi, u otro material de resina. Ademas, la lente
141 puede rodear la fuente de luz para proteger la fuente 11 de luz de humedad e impacto externos y para aislar la
fuente 11 de luz del exterior.

Mas especificamente, para facilitar el montaje, se puede proporcionar la lente 141 a la cubierta 142 de lente formada
correspondiente a la capa aislante 20. La cubierta 142 de lente se puede formar para corresponderse con la capa
aislante 20 en la superficie superior de la capa aislante 20. La lente 141 posicionada en la cubierta 142 de lente se
puede disponer en una posicion que se superpone a la fuente 11 de luz. La cubierta 142 de lente se puede insertar y
montar en la parte 121 de montaje para impermeabilizar la fuente 11 de luz del exterior.

El orificio 143 de la cubierta que se comunica con el orificio 122 de aire se puede formar en la cubierta 142 de lente.
Especificamente, el orificio 143 de la cubierta se puede formar para pasar verticalmente a través de la cubierta 142
de lente en el centro de la cubierta 142 de lente.

La capa aislante 20 puede incluir un material capaz de reflejar eficientemente la luz. En este caso, la luz emitida
desde la fuente 11 de luz y la luz reflejada desde la cubierta 142 de lente que incluye la lente 141 se reflejan de
nuevo al exterior, mejorando asi adicionalmente la eficiencia de uso de la luz. Ademas, se reduce la luz perdida
como calor, logrando asi alta eficiencia de enfriamiento.

En adelante, se describira en detalle un método para proporcionar la capa aislante, la parte de depresion, y la capa
conductora, que esta incluido en las realizaciones.

La Figura 7 es una vista ampliada de una porcién en la que se coloca la fuente de luz en la Figura 6.
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Haciendo referencia a la Figura 7, se puede procesar una cara 22 de junta metalica en una superficie interior de la
parte 21 de depresion. La cara 22 de junta metalica se puede referir a que una superficie de la capa aislante 20 se
procesa como superficie que tiene una propiedad apropiada en la que la capa conductora 40 se apila sobre la
misma. La cara 22 de junta metdlica se puede formar irradiando laser sobre una region en la que se proporciona la
capa conductora 40.

La cara 22 de junta metalica se puede proporcionar con un nucleo metalico con el que se puede unir un metal de la
capa conductora 40. La superficie de la cara 22 de junta metdlica se puede procesar como un surco con forma de
reticula. La cara 22 de junta metalica puede incluir al menos la superficie inferior de la parte 21 de depresion. El
surco se puede proporcionar irregularmente. El nicleo metdlico se proporciona a la capa aislante 20, de modo que
es posible favorecer la transferencia de calor a través de la capa aislante 20.

La capa conductora 40 se puede apilar sobre la cara 22 de junta metdlica. Se puede apilar al menos una capa de
revestimiento en la capa conductora 40. Por ejemplo, la capa conductora puede incluir la primera capa 41 de
revestimiento hecha de cobre, la segunda capa 42 de revestimiento hecha de niquel, y la tercera capa 43 de
revestimiento hecha de oro o plata. La primera capa 41 de revestimiento se puede apilar hasta un grosor de 10 a 20
pm. La segunda capa 42 de revestimiento se puede apilar hasta un grosor de 5 a 15 um. La tercera capa 43 de
revestimiento se puede apilar hasta un grosor de 0,1 um mas o menos. La tercera capa 43 de revestimiento puede
causar un aumento en el coste del material. Por lo tanto, la tercera capa 43 de revestimiento no se puede apilar. Sin
embargo, la tercera capa 43 de revestimiento se puede proporcionar como una pelicula delgada para anti-oxidacién
y proteccion.

La primera capa 41 de revestimiento colocada en el lado mas bajo de la capa conductora 40 sirve como una capa
funcional electroconductora que puede reducir la cantidad de generacién de calor reduciendo la resistencia eléctrica.
Para este fin, la primera capa 41 de revestimiento se puede hacer de cobre. Para asegurar suficiente conductividad
eléctrica, la primera capa 41 de revestimiento se puede formar la mas gruesa entre las capas de revestimiento. La
primera capa 41 de revestimiento se puede hacer de un metal con una alta conductividad eléctrica asi como el
cobre.

La segunda capa 42 de revestimiento colocada en el centro de la capa conductora 40 sirve como una capa funcional
de soldadura que mejora la calidad de la soldadura. Para realizar la soldadura, es necesario que una soldadura
fundida sea bien humectable en toda la superficie de un material de base y esté bien extendida en la superficie del
material de base. La segunda capa 42 de revestimiento se puede hacer de niquel como metal para asegurar las
caracteristicas de la soldadura.

La tercera capa conductora 43 colocada en el lado mas alto de la capa conductora 40 sirve como una capa funcional
protectora para proteger las capas 41 y 42 de revestimiento en el interior de la misma. La tercera capa 43 de
revestimiento se puede hacer de oro que no se oxida ni se decolora. En el caso de plata, la plata puede ser paquete
de LED descolorido. También, la plata puede penetrar en un paquete de LED y reaccionar quimicamente con las
partes componentes internas de una parte emisora de luz, degradando asi la eficiencia de emision de luz. Dado que
la tercera capa 43 de revestimiento realiza una funcién de proteccion, la tercera capa 43 de revestimiento se puede
proporcionar como la capa mas delgada. La segunda capa 42 de revestimiento no se proporciona, y solo se puede
proporcionar la tercera capa 43 de revestimiento, lo cual no es preferible en términos de coste. Dado que la tercera
capa 43 de revestimiento se proporciona como una capa considerablemente delgada, la tercera capa 43 de
revestimiento no interfiere con la funcidn de la segunda capa 42 de revestimiento en la soldadura.

La tercera capa 43 de revestimiento se puede proporcionar como resina. En este caso, la resina se puede apilar a
través de otra técnica en lugar de una técnica de revestimiento. La resina no se cubre en una porcién en la que se
realiza la soldadura, de modo que la soldadura no puede ser interferida con la resina.

Se puede proporcionar una capa 50 de unidn sobre la capa conductora 40. La fuente 11 de luz se puede colocar en
la capa 50 de unién. La capa 50 de unién puede incluir una pasta de soldadura de baja temperatura con la que se
puede realizar la soldadura a una baja temperatura. Por ejemplo, la capa 50 de unién puede incluir OM525. La capa
50 de unién se puede proporcionar permitiendo que la pasta de soldadura de baja temperatura pase a través de una
maguina de reflujo en un estado en el que un dispositivo emisor de luz esta montado en la pasta de soldadura de
baja temperatura. La soldadura se realiza a la baja temperatura, de modo que es posible evitar la separacion entre
dos del disipador 120 de calor, la capa aislante 20, y la capa conductora 40. Por consiguiente, es posible mejorar la
fiabilidad y el rendimiento de los productos se puede mejorar y evitar el deterioro de un material, causado por el uso
a largo plazo.

Las Figuras 8 a 12 son vistas que ilustran secuencialmente un método de fabricacién del médulo de fuente de luz.

Haciendo referencia a la Figura 8, la capa aislante 20 se puede proporcionar a un cuerpo fabricado por, por ejemplo,
una técnica de fundicién a presion. La capa aislante 20 se puede aplicar mediante una técnica de revestimiento en
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polvo. La capa aislante 20 puede ser moldeada utilizando un material que incluye resina y luego proporcionada
como un articulo moldeado de resina. Mas especificamente, la técnica de revestimiento en polvo puede ser
cualquiera de una técnica de pulverizacién electrostatica, una técnica de cepillo electrostatico, y una técnica de lecho
fluidizado. Por lo tanto, la capa aislante 20 se puede denominar como una capa aislante revestida o capa aislante
aplicada. El grosor de la capa aislante revestida puede ser de 60 a 80 um. Sin embargo, el grosor no esta limitado a
ello, y se puede seleccionar para tener diversas dimensiones segun el rendimiento de aislamiento, rendimiento de
disipacion de calor, y variables de proceso. En una realizacién, se puede encontrar una condicién en la que, cuando
la fuente 11 de luz es un diodo emisor de luz, se conecta a una fuente de alimentacion comercial, y se utiliza
adecuada para el entorno externo, se pueden asegurar el aislamiento y la disipacion de calor de la capa aislante 20,
y se puede realizar la provision de la capa aislante 20 a través de un proceso econémico.

La LDS se puede aplicar a la capa aislante 20 de tal manera que la capa conductora 40 se apila en al menos una
porcion de la superficie de la capa aislante 20. La LDS es un proceso realizado antes de un proceso de
revestimiento, y se puede realizar irradiando laser sobre una regién en la que la capa conductora 40 ha de ser
revestida en la superficie de la capa aislante 20. Una region de objetivo de revestimiento en la superficie del articulo
moldeado de resina es reformada por el laser, para tener una propiedad adecuada para el revestimiento. Para este
fin, la capa aislante 20 puede contener un “agente generador de nucleo para LDS” (en adelante, simplemente
denominado como un “agente generador de nlcleo ") capaz de formar un nucleo metalico por medio de laser, o
puede tener un patron predeterminado formado en la misma de tal manera que se proporciona una capa de
revestimiento en la superficie interior de la parte 21 de depresion.

Primero, se describird un caso donde la capa aislante 20 contiene un agente generador de nucleo.

Un agente generador de nudcleo puede estar contenido en el articulo moldeado de resina que forma la capa aislante
20. Si se irradia laser sobre el agente generador de nucleo, se puede generar un nicleo metalico a medida que se
descompone el agente generador de nicleo. Ademas, una region de objetivo de revestimiento sobre la que se
irradia el laser puede tener una rugosidad superficial. La region de objetivo de revestimiento reformada por el laser
puede ser adecuada para el revestimiento debido al niicleo metdlico y la rugosidad superficial. El niicleo metdlico
puede significar un nudcleo con el que se une un metal en un proceso de revestimiento posterior.

El agente generador de nucleo puede incluir un 6éxido metalico con una espinela, una espinela de 6xido de
compuesto de metales pesados tal como una espinela de éxido de cromo y cobre, una sal de cobre tal como fosfato
de hidréxido de cobre, fosfato de cobre, sulfato de cobre, o tiocianato cuproso, y similares. Se puede utilizar una
resina a base de poliéster como un material de la capa aislante 20. Esto se debe a que la resina a base de poliéster
puede obtener mejor adhesién con un metal. Por tanto, es posible evitar la separacién entre dos del disipador 120 de
calor, la capa aislante 20, y la capa conductora 40, lo que puede ser causado por el calor aplicado en un proceso de
unioén de la fuente 11 de luz como un proceso posterior.

A continuacion, un caso donde se forma un patron predeterminado en la superficie interior de la parte 21 de
depresion. Aunque el articulo moldeado de resina que forma la capa aislante 20 no contiene el agente generador de
nucleo, la capa conductora 40 se puede formar formando una linea de surco en un patrén predeterminado, p.egj., un
patrén de reticula en la region de objetivo de revestimiento. La linea de surco puede favorecer eficazmente la unién
de un metal con la regién de objetivo de revestimiento en la superficie del articulo moldeado de resina, y puede
permitir que se realice el proceso de revestimiento. La linea de surco se puede proporcionar con al menos dos tipos
de surcos que se cruzan entre si.

La formacion de la linea de surco en el patron predeterminado se puede realizar irradiando laser sobre la region de
objetivo de revestimiento en la superficie de la capa aislante 20.

La Figura 9 es una vista que ilustra que la parte de depresion se proporciona en la capa aislante.

Haciendo referencia a la Figura 9, como se describié anteriormente, se utiliza el laser como un medio para
proporcionar la parte 21 de depresion en la capa aislante 20. En este caso, un medio que proporciona el laser puede
incluir, por ejemplo, granate de aluminio itrio (YAG), ortovanadato de itrio (YVOA4), iterbio (YB), CO2, etc. La longitud
de onda del laser puede ser, por ejemplo 532 nm, 1064 nm, 1090 nm, 9,3 um, 10,6 um, etc. Se puede utilizar un
algoritmo en el que se realiza el procesamiento mediante el reconocimiento de una forma tridimensional mientras se
realiza el procesamiento utilizando el laser. Por ejemplo, se puede aplicar un método en el que la altura de
procesamiento del laser se controla mediante el reconocimiento del cuerpo incluyendo al menos el disipador 120 de
calor como un programa de reconocimiento tridimensional y separando el cuerpo en varios niveles en base a la
altura del cuerpo. El laser puede tener, por ejemplo, un valor de salida de aproximadamente 2W a aproximadamente
30W.

Como se describid anteriormente, la cara 22 de junta metalica procesada por el laser tiene al menos uno de un
ndcleo metalico, una superficie rugosa, y un surco, de modo que la capa conductora 40 se puede revestir en un
proceso posterior.
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La Figura 10 es una vista que ilustra que la capa conductora se proporciona en la parte de depresion.

Haciendo referencia a la Figura 10, la capa conductora 40 se puede proporcionar revistiendo un metal en la cara 22
de junta metalica utilizando proceso no electrolitico. Resultara evidente que se puede realizar otro proceso de
revestimiento. La capa conductora 40 puede ser cobre, niquel, oro, plata, 0 una combinacion de los mismos. La capa
conductora 40 puede ser una estructura de una Unica capa o apilada. En la estructura apilada, las capas pueden ser
el mismo metal o diferentes metales. En una realizacion, se pueden apilar secuencialmente cobre, niquel, y oro.

Como una realizacion, se describira en detalle un caso donde se proporciona la primera capa 41 de revestimiento
hecha de cobre.

El disipador 120 de calor que proporciona la cara 22 de junta metdlica se sumerge en una solucién de revestimiento
de cobre no electrolitico. En este caso, la aleta 130 de disipacion de calor y la parte 160 de guia de aire se pueden
sumergir junto con el disipador 120 de calor. Por ejemplo, una soluciéon de revestimiento acuosa para cobre no
electrolitico puede contener de aproximadamente 55 ml a aproximadamente 65 ml de un agente de
bafio/suplementacion seco de cobre, de aproximadamente 55 m a aproximadamente 65 ml de un agente de
suplementacion alcalino, de aproximadamente 15 ml a aproximadamente 20 ml de un agente complejante, de
aproximadamente 0,1 ml a aproximadamente 0,2 ml de un agente estabilizante, y de aproximadamente 8 ml a
aproximadamente 10 ml de formaldehido, a base de agua desionizada.

El agente de bafio/suplementacién seco de cobre puede contener, por ejemplo, de aproximadamente 6 partes en
peso a aproximadamente 12 partes en peso de sulfato de cobre, de aproximadamente 1 parte en peso a
aproximadamente 1,5 partes en peso de polietilenglicol, de aproximadamente 0,01 partes en peso a
aproximadamente 0,02 partes en peso del agente estabilizante, y de aproximadamente 78 partes en peso a
aproximadamente 80 en peso de agua.

El agente de suplementacion alcalino puede contener, por ejemplo, de aproximadamente 40 partes en peso a
aproximadamente 50 partes en peso de hidréxido de sodio, de aproximadamente 0,01 partes en peso a
aproximadamente 0,02 partes en peso del agente estabilizante, y de aproximadamente 50 partes en peso a
aproximadamente 60 partes en peso del agua.

El agente complejante puede contener, por ejemplo, de aproximadamente 49 partes en peso a aproximadamente 50
partes en peso de hidroxido de sodio, de aproximadamente 0,01 partes en peso a aproximadamente 0,02 partes en
peso del agente estabilizante, y de aproximadamente 50 partes en peso a aproximadamente 51 partes en peso del
agua.

El agente estabilizante puede contener, por ejemplo, de aproximadamente 0,2 partes en peso a aproximadamente
0,3 partes en peso de selenocianato de potasio, de aproximadamente 5 partes en peso a aproximadamente 6 partes
en peso de cianuro de potasio, de aproximadamente 0,3 partes en peso a aproximadamente 0,4 partes en peso del
hidréxido de sodio, y de aproximadamente 92 partes en peso a aproximadamente 93 partes en peso del agua.

Por ejemplo, para proporcionar la primera capa 41 de revestimiento hecha de cobre, un articulo moldeado de resina
proporcionado con un catalizador puede ser sumergido a una velocidad de deposicién de aproximadamente 0,5 a
aproximadamente 0,7 pm/10 min en la solucién de cobre no electrolitico a aproximadamente 41°C hasta
aproximadamente 55°C y luego ser lavado con agua.

Después de ello, se puede realizar adicionalmente un proceso de revestimiento proporcionando repetidamente otra
capa de revestimiento en una solucién de revestimiento.

La capa conductora 40 se puede apilar hasta un rango que excede la profundidad de la parte 21 de depresion. Por
consiguiente, se puede reducir la resistencia de la capa conductora 40 aumentando el area de la capa conductora 40
a la que se aplica corriente eléctrica, y por tanto se puede reducir la cantidad de calor generado por la resistencia.
Sera evidente que la presente divulgacion no esté limitada a la configuracion descrita anteriormente.

La Figura 11 es una vista que ilustra que se proporciona la capa de union.

Haciendo referencia a la Figura 11, la capa de unién 50 se puede proporcionar aplicando una pasta de soldadura de
baja temperatura en la capa conductora 40, montando la fuente 11 de luz en una posicién en la que los electrodos
de la fuente 11 de luz estan alineados en la pasta de soldadura de baja temperatura, y luego permitiendo que la
pasta de soldadura de baja temperatura pase a través de una maquina de reflujo. En el proceso de reflujo, se retira
una porcion innecesaria de la pasta de soldadura de baja temperatura, y permanece un elemento conductor, de
modo que la capa conductora 40 y la fuente 11 de luz se pueden conectar eléctricamente entre si.
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La pasta de soldadura de baja temperatura puede incluir OM525 disponible a aproximadamente 160°C. Dado que se
forma una atmésfera de temperatura relativamente baja en el proceso de reflujo, es posible evitar la separacion
entre la capa aislante 20 y el disipador 120 de calor y la separacion entre la capa conductora 40 y la capa aislante
20. Por consiguiente, es posible mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los productos.

La Figura 12 es una vista que ilustra que la lente se proporciona adicionalmente sobre la fuente de luz.

La lente 141 se proporciona sobre la fuente 11 de luz. La lente 141 protege la fuente 11 de luz, y puede refractar y
difundir la luz generada por la fuente 11 de luz. La lente 141 puede determinar el angulo de difusién de la luz
generada por la fuente 11 de luz segin su forma. Por ejemplo, la lente 141 se puede moldear en una forma céncava
alrededor de la fuente 11 de luz. Especificamente, la lente 141 puede incluir un material que permite que la luz sea
transmitida a través de la misma. Por ejemplo, la lente 141 se puede formar de silicona transparente, epoxi, u otro
material de resina. Ademas, la lente 141 puede rodear la fuente de luz para proteger la fuente 11 de luz de humedad
e impacto externos y para aislar la fuente 11 de luz del exterior.

Mas especificamente, para facilitar el montaje, se puede proporcionar la lente 141 a la cubierta 142 de lente formada
correspondiente a la capa aislante 20. La cubierta 142 de lente se puede formar para corresponderse con la capa
aislante 20 en la superficie superior de la capa aislante 20. La lente 141 posicionada en la cubierta 142 de lente se
puede disponer en una posicidon que se superpone a la fuente 11 de luz. La cubierta 142 de lente se puede montar
dentro de en la parte 121 de montaje para impermeabilizar la fuente 11 de luz del exterior.

La Figura 13 es una vista en planta del mddulo de fuente de luz. En la Figura 13, se ilustra que se omite la cubierta
142 de lente, y se describird en detalle una estructura plana de una capa conductora, que no se muestra en otros
dibujos.

Haciendo referencia a la Figura 13, como se describié anteriormente, la capa conductora 40 se proporciona en el
moédulo 100 de fuente de luz segun la realizacion. Es tal como se ha descrito anteriormente que la capa conductora
40 sirve como un camino a través del que se aplica corriente eléctrica a la fuente 11 de luz. La capa conductora 40
puede realizar ademas una funcién de difusiéon de calor de tal manera que se puede mejorar el efecto de disipacion
de calor. Segun la presente divulgacion, se puede mejorar adicionalmente la eficiencia de disipacion de calor del
médulo de fuente de luz, y no hay problema en el rendimiento de disipacién de calor incluso cuando la capa aislante
20 se forma gruesa.

Mas especificamente, la capa conductora 40 puede incluir una capa 45 eléctricamente conductora que permite que
la corriente eléctrica fluya a lo largo de un camino a través del que la fuente 11 de luz se conecta a la capa
conductora 40, y una capa 44 conductora de disipacion de calor que permite que el calor sea difundido rapidamente
a lo largo de la superficie del disipador 120 de calor, mejorando asi el efecto de disipacién de calor.

La capa 45 eléctricamente conductora proporciona un camino a través del que puede fluir la corriente eléctrica
aplicada desde el exterior. Un cuerpo 49 de unidad conductora (véase la Figura 14) capaz de conectar las fuentes
11 de luz entre si puede funcionar para conectar entre las fuentes 11 de luz. El cuerpo 49 de unidad conductora
puede realizar una accion como un cuerpo de unidad que conecta el conector y la fuente de luz entre si. Ademas, el
cuerpo 49 de unidad conductora se puede proporcionar para tener un grosor predeterminado y una anchura
predeterminada, donde puede proporcionar un camino a través del que fluye la corriente eléctrica.

La capa 44 conductora de disipacion de calor no proporciona un camino a través del que fluye la corriente eléctrica,
pero puede realizar una funcién de difundir rapidamente el calor generado por la fuente 11 de luz a lo largo de la
superficie del disipador 120 de calor. La capa aislante 20 se proporciona como un articulo moldeado de resina, y
puede tener una propiedad aislante. Para el calor eléctrico asi como la corriente eléctrica, la conductividad de la
capa aislante 20 puede ser menor que la del metal. Incluso en este caso, el calor puede ser difundido a lo largo de la
capa 44 conductora de disipacion de calor para disipar rapidamente el calor. La capa 44 conductora de disipacion de
calor puede obtener el mismo efecto no solo en la difusidn de calor sino también en la disipacién de calor.

La capa 44 conductora de disipacion de calor puede incluir una capa 442 conductora de disipacion de calor externa
colocada en el exterior de la capa 45 eléctricamente conductora y una capa 441 conductora de disipacion de calor
interna colocada en el interior de la capa 45 eléctricamente conductora. La capa 441 conductora de disipacion de
calor interna y la capa 442 conductora de disipacion de calor externa se pueden conectar entre si a través de un
puente 46 para mejorar adicionalmente la difusién de calor y la disipacién de calor. Las capas 442 conductoras de
disipacion de calor externas se pueden proporcionar como una Unica estructura en la que estan conectadas entre si.
Las capas 441 conductoras de disipacion de calor internas se pueden proporcionar como una Unica estructura en la
gue estan conectadas entre si. Por consiguiente, se puede acelerar la difusion de calor. La capa 442 conductora de
disipacién de calor externa y la capa 441 conductora de disipacion de calor interna se pueden conectar como un
Unico cuerpo mediante el puente 46. Por lo tanto, a diferencia de la capa 45 eléctricamente conductora, todas las
capas 44 conductoras de disipacion de calor se pueden conectar entre si como una estructura. Por consiguiente, se
puede acelerar adicionalmente la difusion del calor generado por la fuente 11 de luz. En otras palabras, la difusién
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de calor se puede acelerar desde cualquier posicién caliente, p.ej., una posicidon adyacente a la fuente 11 de luz a
cualquier posicion fria, p.ej., una posicién adyacente del orificio 122 de aire. Se puede suponer facilmente que, si se
acelera la difusion de calor, el efecto de disipacion de calor se mejorara correspondiente a la aceleracion de la
difusién de calor.

La capa 44 conductora de disipacion de calor se puede proporcionar sustancialmente en casi toda una superficie del
disipador 120 de calor, excepto una distancia entre la capa 44 conductora de disipacién de calor y la capa
eléctricamente conductora. Por consiguiente, es posible evitar la degradacion de los efectos de absorcion de calor y
disipacion de calor del disipador 120 de calor, causados por la capa aislante 20 hecha de un material de resina.

La figura 14 es una vista ampliada de una porcion en la que se coloca la fuente de luz en la Figura 13.

Haciendo referencia a la Figura 14, cualquier extremo de un cuerpo 49 de unidad conductora puede estar opuesto a
otro extremo de otro cuerpo 49 de unidad conductora con el puente 46 interpuesto entre ellos. Aqui, que los
extremos de los cuerpos 49 de unidad conductora estén opuestos entre si puede significar que los extremos de los
cuerpos 49 de unidad conductora estan posicionados de manera que se corresponden entre si para suministrar
corriente eléctrica a diferentes electrodos de cualquier fuente 11 de luz.

Para que los extremos de los cuerpos 49 de unidad conductora estén opuestos entre si, el cuerpo 49 de unidad
conductora puede incluir una parte 452 de extension que se extiende en una direccién en la que un par de fuentes
11 de luz estan conectadas entre si, una parte 451 de conexion conectada eléctricamente a un electrodo de la
fuente 11 de luz, y una parte 453 de cuello proporcionada entre la parte 451 de conexion y la parte 452 de extension.
La parte 453 de cuello se puede definir como una parte en la que se forma una ranura 454 de insercion. Aqui, la
ranura 454 de insercién se proporciona de manera céncava a medida que se reduce la anchura de la parte 452 de
extensién. La parte 453 de cuello puede evitar un problema tal como que ocurra un cortocircuito a medida que un
material fluido tal como una pasta de soldadura fluye durante un proceso de conexion de la fuente 11 de luz y la
parte 451 de conexién entre si. Por consiguiente, es posible evitar, con antelacion, una disminucién en el
rendimiento de los productos, lo que puede ocurrir debido a que se realiza un proceso de reflujo en un estado en el
que la fuente 11 de luz estda montada en el disipador 120 de calor.

La anchura W1 de la parte 451 de conexion puede ser mas ancha que la anchura W2 de la parte 452 de extension.
La anchura W3 de la parte 453 de cuello puede ser mas estrecha que la anchura W2 de la parte 452 de extension.

Como la anchura de la parte 451 de conexidn es maxima, es posible evitar un fallo de conexion entre la fuente 11 de
luz y el cuerpo 49 de unidad conductora. Ademas, se puede reducir la cantidad de generacién de calor considerando
gue una porcién de conexion entre las partes componentes causa alta resistencia.

La parte 453 de cuello puede permitir que una pasta de soldadura aplicada en la capa 50 de unién no fluya a lo largo
de la capa conductora 40 durante un proceso de aplicacion o un proceso de reflujo. Por consiguiente, es posible
evitar la degradacion del rendimiento de la capa conductora 40. También, la unién se realiza de manera concentrada
en una porcion inferior de la fuente 11 de luz, asegurando asi el rendimiento de la capa 50 de unién. También, la
pasta de soldadura no fluye sobre la capa 44 conductora de disipacion de calor, evitando asi un cortocircuito.

La capa conductora 40 y la capa aislante 20 se pueden acoplar entre si por medio de la cara 22 de junta metdlica.
Sin embargo, la capa conductora 40 se puede separar de la capa aislante debido a factores tales como entorno de
alta temperatura, inadecuacién de las condiciones del proceso, y entorno de uso severo. En este caso, la eficiencia
de disipaciéon de calor se puede deteriorar repentinamente. Para resolver este problema, en una realizacion, se
puede proporcionar una pluralidad de islas 47 separadas entre si en la capa conductora 40 proporcionada como un
plano ancho. Las islas 47 aumentan la coherencia entre la capa conductora 40 y la capa aislante 20, mejorando asi
el rendimiento y la vida util de los productos.

La Figura 15 es una vista en seccién tomada a lo largo de la linea B-B’ de la Figura 14.

Haciendo referencia a la Figura 15, la capa conductora 40 se proporciona en una region en la que se forma la parte
21 de depresion. Ademas, la capa conductora 40 no se proporciona en una region en la que no se forma la parte 21
de depresion, y la regién, como un concepto relativo con respecto a la parte 21 de depresion, puede sobresalir hacia
arriba de la parte 21 de depresion. La region que sobresale hacia arriba se puede denominar como laisla 47. La isla
47 puede estar dispersa en una region interna de la parte 21 de depresiéon cuando se ve en un plano. Cuando se ve
en una estructura plana bidimensional, la isla 47 es una regién en la que la capa aislante 20 que no tiene capa
conductora proporcionada en la misma se expone al exterior en la capa conductora 40 que se puede definir como
una region interna de una curva cerrada. Las islas 47 se pueden disponer a una distancia predeterminada. Por tanto,
se ensancha el area de conexion entre la capa conductora 40 y la isla 47, y se aumenta la coherencia entre la capa
conductora y la isla 47.
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Se describird en detalle la razén por la que la separacion entre el disipador 120 de calor y la capa aislante 20 y la
separacion entre la capa aislante 20 y la capa conductora 40 son evitadas por las islas 47.

En el proceso de reflujo, la temperatura de una atmosfera alcanza unos pocos cientos de grados Celsius aunque es
baja. En este estado, la capa conductora 40 se expande segun una tasa de expansion térmica predeterminada. Por
lo tanto, cuando se ve en un plano bidimensional, el area de la capa conductora 40 aumenta. Aunque el area de la
capa conductora 40 aumenta, la capa conductora no se dobla lateralmente o hacia abajo. Por tanto, se aplica una
fuerza a la capa conductora 40 en una direccién en la que la capa conductora 40 se eleva hacia arriba, i.e., en una
direccién en la que la capa conductora 40 se separa de la capa aislante 20. La fuerza se puede denominar como
una fuerza de separacion.

La fuerza de separacion se aplica tanto a una primera superficie de contacto entre la capa conductora 40 y la capa
aislante 20 como a una segunda superficie de contacto entre la capa aislante 20 y el disipador 120 de calor. Si una
fuerza de contacto de la primera o segunda superficie de contacto es mas débil que la fuerza de separacion, la
correspondiente superficie de contacto se puede separar.

Los inventores han observado de cerca tal acciébn mecanica y estudiado un método para eliminar la fuerza de
separacion. Como resultado, los inventores han detectado que cuando la capa conductora 40 se expande, se
proporciona una configuraciéon capaz de acomodar la expansién de la capa conductora 40, reduciendo asi la fuerza
de separacion.

Mas especificamente, cuando la capa conductora 40 se expande térmicamente, las islas 47 se contraen,
acomodando asi el area de expansion de la capa conductora 40. Por tanto, cuando se ve unidimensionalmente, la
mayor longitud de la capa conductora 40 entre cualquier par de islas 47 se puede acomodar mediante la contraccion
de las islas 47 hechas de un material de resina, y se puede reducir la fuerza de separacion.

Por consiguiente, se puede reducir la fuerza de separacién aplicada tanto a la primera superficie de contacto entre la
capa conductora 40 y la capa aislante 20 como a la segunda superficie de contacto entre la capa aislante 20 y el
disipador 120 de calor. Por tanto, se pueden reducir tanto la separacion entre la capa conductora 40 y la capa
aislante 20 como la separacion entre la capa aislante 20 y el disipador 120 de calor.

La isla 47 se puede proporcionar en todas las regiones en las que esta formada la capa conductora. Por ejemplo, la
isla 47 se puede proporcionar en todas las regiones en las que estan formadas la capa 45 eléctricamente conductora
y la capa 44 conductora de disipacion de calor. Ademas, la isla 47 se puede formar en una forma poligonal tal como
un tridngulo, una forma cuadrangular, o una forma pentagonal. La isla 47 puede tener una forma en la que se puede
aumentar la coherencia entre la isla 47 y la capa conductora 40. En una realizacion, la isla 47 puede tener forma
cuadrangular.

La Figura 16 es una vista en perspectiva de un dispositivo de iluminacién que incluye médulos de fuente de luz
segun una realizacion.

Haciendo referencia a la Figura 13, el dispositivo 1000 de iluminacion segun la realizacion puede incluir un cuerpo
principal 1100 que proporciona un espacio en el que los moédulos 100 de iluminacién se acoplan al mismo, formando
el cuerpo principal 1100 una apariencia externa, y una parte 1200 de conexién con una fuente de alimentacion
incorporada (no mostrada) acoplada a un lado del cuerpo principal 1100 para suministrar energia, conectando la
parte 1200 de conexién el cuerpo principal 1100 a una parte de soporte (no mostrada). El dispositivo 1000 de
iluminacion segun la realizacion se puede instalar en interiores o exteriores. Por ejemplo, el dispositivo 1000 de
iluminacion segun la realizacién se puede utilizar como una farola. El cuerpo principal 1100 se puede proporcionar
con una pluralidad de armazones 1110 capaces de proporcionar un espacio en los que se posicionan al menos dos
moddulos 100 de fuente de luz. La parte 1200 de conexién tiene la fuente de alimentacion (no mostrada) incorporada
en la misma y conecta el cuerpo principal 1100 a la parte de soporte (no mostrada) fijando el cuerpo principal 1100
al exterior.

Si se utiliza el dispositivo 1000 de iluminacion segun la realizacién, el calor generado por los médulos 100 de fuente
de luz se puede enfriar eficazmente debido a un efecto de chimenea. Ademas, no se utiliza un ventilador separado, y
por tanto se puede reducir el coste de fabricacion.

Un modulo de fuente de luz segln otra realizacion.

En el mddulo de fuente de luz segun la realizacién descrita anteriormente, para proporcionar la capa 44 conductora
de disipacién de calor y la capa 45 eléctricamente conductora, se necesita mucho tiempo para realizar la LDS.
Ademas, para proporcionar la capa conductora 40, se utiliza una gran cantidad de metal, y por lo tanto, se aumenta
el coste de fabricacién. Tales desventajas pueden causar un aumento en el coste innecesario cuando la cantidad de
calor generado por la fuente de luz es pequefia.
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En la siguiente otra realizacién, la capa conductora de disipacion de calor no se proporciona para resolver el
problema descrito anteriormente. Resultara evidente que se pueden aplicar muchas porciones de la descripcion de
la realizacién descrita anteriormente a la siguiente otra realizacién tal como son. Por lo tanto, se mencionaran las
porciones a las que no se aplica la realizacion descrita anteriormente, y la realizacion descrita anteriormente se
aplicard, tal como es, a las porciones no particularmente mencionadas.

La Figura 17 es una vista en planta de un disipador de calor segun la otra realizacion.

Haciendo referencia a la Figura 17, se proporciona una capa conductora 400 en el disipador 1200 de calor segun la
otra realizacién, y la capa conductora de disipacion de calor (véase 44 de la realizacidn descrita anteriormente) no
se proporciona en la capa conductora 400. Por tanto, la capa conductora 400 sirve como una capa 450
eléctricamente conductora, suministrando asi energia a una fuente de luz.

La capa conductora 400 como la capa 450 eléctricamente conductora suministra energia a la fuente de luz, y puede
ademas realizar una funcién de difusién de calor de tal manera que se puede mejorar el efecto de disipacion de
calor. Segun la presente divulgacion, se puede mejorar adicionalmente la eficiencia de disipacién de calor del
moédulo de fuente de luz, y no hay problema en el rendimiento de disipacién de calor incluso cuando una capa
aislante 200 se forma gruesa. Ademas, a diferencia de la realizacidon descrita anteriormente, dado que no se
proporciona la capa conductora de disipacién de calor, se puede reducir el uso de metal precioso, y se puede reducir
el tiempo de procesamiento requerido para realizar un proceso laser y un proceso de revestimiento. Por tanto, a
diferencia de la realizacion descrita anteriormente, se puede reducir el coste de fabricacion, y se puede acortar el
tiempo de procesamiento.

La capa 450 eléctricamente conductora proporciona un camino a través del que fluye la corriente eléctrica aplicada
desde el exterior. Un cuerpo 490 de unidad conductora capaz de conectar fuentes de luz entre si puede realizar una
funcion de conexién entre las fuentes de luz. El cuerpo 490 de unidad conductora puede servir como un cuerpo de
unidad que conecta un par de una linea de alimentacion y una fuente de luz entre si. También, el cuerpo 490 de
unidad conductora se puede proporcionar con un grosor y anchura predeterminados para proporcionar un camino a
través del que fluye la corriente eléctrica.

El cuerpo 490 de unidad conductora puede incluir una parte 4520 de extension que se extiende en una direccion en
la que un par de fuentes de luz estan conectadas entre si, una parte 4510 de conexién conectada en un estado en el
que esta conectada eléctricamente a cada electrodo de la fuente de luz, y una parte 4530 de cuello proporcionara
entre la parte 4510 de conexion y la parte 4520 de extension. La parte 4530 de cuello se puede definir como una
parte en la que se forma una ranura 4540 de insercion. Aqui, la ranura 4540 de insercion se proporciona de manera
concava a medida que se reduce la anchura de la parte 4520 de extension. La parte 4530 de cuello puede evitar un
problema tal como que ocurra un cortocircuito a medida que el material fluido tal como una pasta de soldadura fluye
durante un proceso de conexion de la fuente de luz y la parte 4510 de conexion entre si.

Por consiguiente, es posible evitar, con antelacion, una disminucién en el rendimiento de los productos, lo que puede
ocurrir debido a que se realiza un proceso de reflujo en un estado en el que la fuente de luz estd montada en el
disipador 1200 de calor.

Se proporciona un orificio 1220 de aire en una porcién aproximadamente central del disipador 1200 de calor para
permitir que el aire externo fluya. Por consiguiente, se puede mejorar el rendimiento de disipacion de calor del
disipador 1200 de calor.

Se puede formar en el disipador 1200 de calor un orificio 1230 de cables a través del que pasan los cables para el
suministro de energia a la fuente de luz. Los cables que pasan a través del orificio 1230 de cables se ajustan
respectivamente a un par de cuerpos 490 de unidad conductora adyacentes para suministrar energia a la fuente de
luz.

El cuerpo 490 de unidad conductora y la fuente de luz se conectan eléctricamente entre si en una parte de montaje.
Por consiguiente, el cuerpo 490 de unidad conductora y la fuente de luz pueden formar fisicamente un circuito
eléctrico cerrado. En otras palabras, los cables que pasan a través del orificio 1230 de cables se conectan
respectivamente a un par de cuerpos 490 de unidad conductora, y los cuerpos 490 de unidad conductora y la fuente
de luz se conectan entre si, para formar un circuito eléctrico cerrado en la parte de montaje.

El disipador 1200 de calor se puede proporcionar en una forma aproximadamente rectangular. Se puede formar una
ranura 1210 de montaje en forma de una curva cerrada en una superficie (p.ej., una superficie superior) del disipador
1200 de calor. La ranura 1210 de montaje se puede formar a medida que se deprime una superficie superior del
disipador 1200 de calor. Se puede montar una cubierta de lente (véase 1420 de la Figura 20) en la ranura 1210 de
montaje. Una nervadura 1440 (véase la Figura 22) de la cubierta 1420 de lente se inserta en la ranura 1210 de
montaje, proporcionando asi una estructura impermeable. La fuente de luz se puede impermeabilizar contra el
entorno externo por acoplamiento entre la ranura 1210 de montaje y la nervadura 1440.
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Se puede aplicar un sellador 1260 (véase la Figura 22) tal como silicona a la ranura 1210 de montaje cuando se
inserta la nervadura 1440 en la ranura 1210 de montaje. El sellador 1260 se proporciona como una interfaz entre la
nervadura 1440 y la ranura 1210 de montaje, de modo que se puede mejorar adicionalmente la estabilidad de la
estructura impermeable.

La ranura 1210 de montaje se puede proporcionar tanto en el interior como en el exterior de la capa conductora 400.
En otras palabras, cuando la superficie superior del disipador 1200 de calor se observa como un plano
bidimensional, la ranura 1210 de montaje puede bloquear tanto el agua que se puede introducir hacia dentro desde
el exterior de la fuente de luz como el agua que se puede introducir hacia dentro desde el interior de la fuente de luz
(i.e., desde el orificio 1220 de aire).

Se puede proporcionar una parte 1220 de retencién de gancho en dos porciones del disipador 1220 de calor, que
son opuestas entre si. Un gancho 1450 de la cubierta 1420 de lente es retenido por la parte 1220 de retencién de
gancho, de modo que la cubierta 1420 de lente es fijada al disipador 1200 de calor. No es necesario que un
trabajador fije la cubierta 1420 de lente al disipador 1200 de calor mientras el sellador 1260 esta siendo fijado por la
accion de retencién del gancho 1450 y la parte 1220 de retencién de gancho.

La Figura 21 es una vista en perspectiva despiezada de la cubierta de lente y el disipador de calor segun la otra
realizacion.

Haciendo referencia a la Figura 21, las fuentes 110 de luz se montan en el disipador 1200 de calor, y la cubierta
1420 de lente se alinea con el disipador 1200 de calor.

El orificio 1220 de aire del disipador 1200 de calor y un orificio 1430 de la cubierta de la cubierta 1420 de lente estan
alineados entre si, de modo que se puede realizar una accion de enfriamiento sin problemas a medida que el aire
externo pasa a través de los mismos.

Dos cables 1250 para suministrar energia pasan a través del orificio 1230 de cables, y se pueden conectar a un par
de capas conductoras 400, respectivamente. La estructura del médulo de fuente de luz se configura de manera
compacta por la capa aislante y la capa conductora, de modo que el cable 1250 se puede conectar directamente a la
capa conductora 400. Para facilitar la insercién, el orificio 1230 de cables se puede proporcionar en forma circular.

Se proporciona una aleta 1300 de disipacion de calor bajo el disipador 1200 de calor para mejorar la eficiencia de
disipacion de calor.

Se pueden proporcionar lentes 1410 que corresponden respectivamente a las fuentes 110 de luz en la cubierta 1420
de lente.

La Figura 19 es una vista en seccién tomada a lo largo de la linea D-D’ de la Figura 21.

Haciendo referencia a la Figura 19, en base a la vista en seccién, la aleta 1300 de disipacién de calor se extiende
hacia abajo desde el disipador 1200 de calor, y la capa aislante 200 se coloca en el disipador 1200 de calor. Al igual
gue la realizacion descrita anteriormente, la capa conductora 400 se proporciona en una porcion en la que la capa
aislante 200 esta deprimida.

Se describira en detalle la configuracién de la capa conductora 400. Una parte ilustrada como la capa conductora
400 en la Figura 19 puede representar la parte 4510 de conexion de la Figura 17. Esto se debe a que la fuente 110
de luz se conecta a la capa conductora 400 de la parte 4510 de conexion del cuerpo 490 de unidad conductora de
tal manera que se suministra energia a la fuente 110 de luz.

Al igual que la realizacion descrita anteriormente, se puede procesar una cara de junta metdlica en una superficie
interior formada a medida que se deprime la capa aislante 200.

La capa conductora 400 se puede apilar en la cara de junta metdlica. Se puede apilar al menos una capa de
revestimiento en la capa conductora 400. Por ejemplo, la capa conductora puede incluir una primera capa 410 de
revestimiento hecha de cobre, una segunda capa 420 de revestimiento hecha de niquel, y una tercera capa 430 de
revestimiento hecha de oro o plata. La primera capa 410 de revestimiento se puede apilar hasta un grosor de 10 a
20 um. La segunda capa 420 de revestimiento se puede apilar hasta un grosor de 5 a 15 um. La tercera capa 430 de
revestimiento se puede apilar hasta un grosor de 0,1 um mas o menos. La tercera capa 430 de revestimiento puede
causar un aumento en el coste del material. Por lo tanto, la tercera capa 430 de revestimiento no se puede apilar.
Sin embargo, la tercera capa 430 de revestimiento se puede proporcionar como una pelicula delgada para anti-
oxidacion y proteccion.
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La primera capa 410 de revestimiento colocada en el lado mas bajo de la capa conductora 400 sirve como una capa
funcional electroconductora que puede reducir la cantidad de generacién de calor reduciendo la resistencia eléctrica.
Para este fin, la primera capa 410 de revestimiento se puede hacer de cobre. Para asegurar suficiente conductividad
eléctrica, la primera capa 410 de revestimiento se puede formar la mas gruesa entre las capas de revestimiento. La
primera capa 410 de revestimiento se puede hacer de un metal con una alta conductividad eléctrica asi como el
cobre.

La segunda capa 420 de revestimiento colocada en el centro de la capa conductora 400 sirve como una capa
funcional de soldadura que mejora la calidad de la soldadura. Para realizar la soldadura, es necesario que una
soldadura fundida sea bien humectable en toda la superficie de un material de base y esté bien extendida en la
superficie del material de base. La segunda capa 420 de revestimiento se puede hacer de niquel como metal para
asegurar las caracteristicas de la soldadura.

La tercera capa conductora 430 colocada en el lado mas alto de la capa conductora 400 sirve como una capa
funcional protectora para proteger las capas 410 y 420 de revestimiento en el interior de la misma. La tercera capa
430 de revestimiento se puede hacer de oro que no se oxida ni se decolora. En el caso de plata, la plata puede ser
paquete de LED descolorido. También, la plata puede penetrar en un paquete de LED y reaccionar quimicamente
con las partes componentes internas de una parte emisora de luz, degradando asi la eficiencia de emision de luz.
Dado que la tercera capa 430 de revestimiento realiza una funcién de proteccién, la tercera capa 430 de
revestimiento se puede proporcionar como la capa mas delgada. La segunda capa 420 de revestimiento no se
proporciona, y solo se puede proporcionar la tercera capa 430 de revestimiento, lo cual no es preferible en términos
de coste. Dado que la tercera capa 430 de revestimiento se proporciona como una capa considerablemente
delgada, la tercera capa 430 de revestimiento no interfiere con la funcién de la segunda capa 420 de revestimiento
en la soldadura.

La tercera capa 430 de revestimiento se puede proporcionar como resina. En este caso, la resina se puede apilar a
través de otra técnica en lugar de una técnica de revestimiento. La resina no se cubre en una porcién en la que se
realiza la soldadura, de modo que la soldadura no puede ser interferida con la resina.

Se puede proporcionar una capa 440 de unién sobre la capa conductora 400. La fuente 110 de luz se puede colocar
en la capa 440 de union. La capa 440 de union puede incluir una pasta de soldadura de baja temperatura con la que
se puede realizar la soldadura a una baja temperatura. Por ejemplo, la capa 440 de unién puede incluir OM525. La
capa 440 de union se puede proporcionar permitiendo que la pasta de soldadura de baja temperatura pase a través
de una maquina de reflujo en un estado en el que un dispositivo emisor de luz esta montado en la pasta de
soldadura de baja temperatura. La soldadura se realiza a la baja temperatura, de modo que es posible evitar la
separacion entre dos del disipador 1200 de calor, la capa aislante 200, y la capa conductora 400. Por consiguiente,
es posible mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los productos se puede mejorar y evitar el deterioro de un
material, causado por el uso a largo plazo.

En toda la estructura, las partes en las que la capa 440 de union entra en contacto con la fuente 110 de luz se
pueden proporcionar como electrodos 1101 y 1102 de dos superficies inferiores de la fuente 110 de luz, que estan
separados entre si. Dado que las almohadillas 1101 y 1102 de electrodos estan lo suficientemente separadas entre
si, es posible evitar un cortocircuito en la unién de los electrodos.

Especificamente, no se puede proporcionar una almohadilla separada conectada a la capa conductora de disipacion
de calor de la realizacion descrita anteriormente. Por tanto, como se puede ver en la realizacion descrita
anteriormente, no ocurre el problema de que dos almohadillas entre las tres almohadillas estan conectadas entre si
por la pasta de soldadura. Por consiguiente, se puede mejorar el rendimiento de los productos.

La Figura 18 es una vista en perspectiva de la fuente de luz.

Haciendo referencia a la Figura 18, la fuente 110 de luz incluye un chip que se puede ejemplificar como un LED, un
cuerpo principal 1103 de fuente de luz proporcionado en una porcién en la que se coloca un paquete que tiene el
chip montado en el mismo, y una primera almohadilla 1101 de electrodos y una segunda almohadilla 1102 de
electrodos, que se proporcionan para estar separadas entre si en la parte inferior del cuerpo principal 1103 de fuente
de luz.

Las almohadillas 1101 y 1102 de electrodos pueden entrar en contacto respectivamente con partes de conexion de
diferentes cuerpos 490 de unidad conductora para recibir energia. Por consiguiente, la fuente 110 de luz puede
emitir luz.

Mientras tanto, las almohadillas 1101 y 1102 de electrodos se pueden proporcionar para tener una gran distancia

entre ellas. Por tanto, es posible evitar que ocurra un defecto a medida que las almohadillas de electrodos son
conectadas entre si por la pasta de soldadura en un proceso de unién de electrodos.
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La Figura 20 es una vista en perspectiva del médulo de fuente de luz segln la otra realizacién. La Figura 22 es una
vista en seccién tomada a lo largo de la linea C-C’ de la Figura 20.

Haciendo referencia a las Figuras 20 y 22, la cubierta 1420 de lente se ajusta a una porcion superior del disipador
1200 de calor. En este momento, el disipador 1200 de calor y la cubierta 1420 de lente se pueden ajustar
firmemente entre si mediante el gancho 1450 y la parte 1220 de retencién de gancho.

Los cables 1250 se insertan a través del orificio 1230 de cables abierto verticalmente en el disipador 1200 de calor.
Los cables 1250 se pueden conectar a un par de cuerpos de unidad conductora adyacentes al orificio 1230 de
cables, respectivamente. Después de que los cables 250 pasen a través del orificio 1230 de cables, se inserta un
miembro de sellado en el orificio 1230 de cables para bloquear la introduccion de materias extrafias desde el
exterior.

La nervadura 1440 y la ranura 1210 de montaje se proporcionan en una estructura irregular en la que se
corresponden entre si, de modo que se acoplan entre si, realizando asi el sellado de las materias extrafias desde el
exterior. Ademas, se aplica el sellador 1260 a una superficie de contacto entre la nervadura 1440 y la ranura 1210
de montaje, de modo que se puede evitar completamente la introduccidon de materias extrafias externas a través de
la superficie de contacto.

Segun la presente divulgacion, debido a los efetos tales como procesos de fabricacion rapidos, coste de fabricacién
econdémico, facilitacion de produccién en masa, y mejora del rendimiento del producto, se pueden esperar muchas
ventajas en la produccién de dispositivos de iluminacién. Particularmente, se pueden fabricar productos
econémicamente a alta velocidad. Por tanto, es posible favorecer la expansion de dispositivos de iluminacién que
utilizan diodos emisores de luz.
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REIVINDICACIONES
1. Un médulo (100) de fuente de luz que comprende:

al menos una fuente (11) de luz que emite luz; y un disipador (120) de calor que absorbe calor de la fuente
(11) de luz y disipa el calor al exterior;

una parte (121) de montaje proporcionada en una estructura cuadrangular en una porcion superior del
disipador (120) de calor de tal manera que la fuente (11) de luz se monta en la misma;

una aleta (130) de disipacion de calor proporcionada bajo el disipador (120) de calor para absorber el calor
generado por la parte (121) de montaje y disipar el calor al exterior;

una capa aislante (20) con propiedades de aislamiento eléctrico, siendo proporcionada la capa aislante (20)
en al menos una superficie del disipador (120) de calor;

una capa (40) eléctricamente conductora proporcionada en la capa aislante (20), proporcionando la capa (40)
eléctricamente conductora un camino a través del que se aplica corriente eléctrica a la fuente (11) de luz; y
una cubierta (142) de lente proporcionada sobre la fuente (11) de luz,

caracterizado por que :

la capa aislante (20) se hace de un material de resina, y
la capa (40) eléctricamente conductora se proporciona procesando una porcién de la capa aislante (20)
utilizando laser para ser formada como una ranura y disponiendo un metal conductor en la ranura.

2. El médulo de fuente de luz segun la reivindicacién 1, que comprende una cara (22) de junta metdlica
proporcionada en una superficie donde la capa conductora (40) y la capa aislante (20) estan en contacto entre si.

3. El médulo de fuente de luz segun la reivindicacion 1 o 2, en donde un cable para la aplicacidon de energia externa
se conecta a la capa (40) eléctricamente conductora.

4. El modulo de fuente de luz segln la reivindicacion 1, 2, o 3, en donde la capa (40) eléctricamente conductora
comprende al menos dos cuerpos (49) de unidad conductora separados entre si.

5. El modulo de fuente de luz segun la reivindicacion 4, en donde los electrodos de diferentes fuentes (11) de luz,
que tienen diferentes polaridades, se conectan a ambas porciones de extremo del cuerpo (49) de unidad conductora,
respectivamente.

6. El modulo de fuente de luz segun la reivindicacion 4, o 5, en donde el cuerpo (49) de unidad conductora
comprende:

una parte (452) de extension que se extiende en una direccion en la que las fuentes (11) de luz separadas
entre si estan conectadas entre si;

una parte (451) de conexién dispuesta en una porcién de extremo de la parte (452) de extension para ser
conectada a la fuente (11) de luz; y

una parte (453) de cuello proporcionada de manera céncava adyacente a la parte (451) de conexion.

7. El médulo de fuente de luz segln la reivindicacién 1, que comprende:

al menos dos cuerpos (49) de unidad conductora proporcionados separando la capa (40) eléctricamente
conductora entre si; y

un circuito eléctrico cerrado proporcionado en la parte (121) de montaje a medida que los cuerpos (49) de
unidad conductora y la fuente (11) de luz se conectan entre si.

8. El médulo de fuente de luz segun la reivindicacion 7, en donde la capa conductora (40) se coloca en una parte de
depresion formada por la depresion de la capa aislante (20), y comprende al menos dos capas de revestimiento
apiladas.

9. El médulo de fuente de luz segun la reivindicacién 7, o 8, en donde la capa (40) eléctricamente conductora entra
en contacto con la capa aislante (20).

10. El médulo de fuente de luz segun la reivindicacion 7, 8, o 9, en donde la capa aislante (20) se proporciona en
toda la superficie del disipador (120) de calor.

11. El moédulo de fuente de luz segun la reivindicacién 7, 8, 9, o 10, en donde la capa aislante (20) se interpone
todos los intervalos entre la capa eléctricamente conductora y el disipador (120) de calor.

12. El médulo de fuente de luz segun cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la fuente (11) de luz
comprende:
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un cuerpo principal (1103) de fuente de luz; y
dos almohadillas (1101, 1102) de electrodos proporcionadas en la parte inferior del cuerpo principal (1103) de
fuente de luz para ser conectadas a la capa (40) eléctricamente conductora.

13. El médulo de fuente de luz segun la reivindicaciéon 12, en donde la interfaz entre la almohadilla de electrodos y la
capa aislante (20) comprende:

una primera capa (41, 410) de revestimiento a la que se suministra corriente eléctrica;

una segunda capa (42, 420) de revestimiento proporcionada en la primera capa (41, 410) de revestimiento
para mejorar el rendimiento de la union;

una tercera capa (43, 430) de revestimiento proporcionada en la segunda capa (42, 420) de revestimiento
para proteger una capa metalica inferior; y

una capa (50, 440) de unién interpuesta entre la tercera capa (43, 430) de revestimiento y la almohadilla de
electrodos.

14. ElI médulo de fuente de luz segln cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende ademas un
orificio (122) de aire abierto en la direccion vertical del disipador (120) de calor de tal manera que el aire pasa a
través del disipador (120) de calor,

en donde se forma una ranura (1210) de montaje colocada dentro de la capa (40) eléctricamente conductora a lo
largo de un borde del orificio (122) de aire.
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